PCB Layout规范   

字体大小：          
PCB Layout规范 
IEC/EN60950 空间距离 /Clearances(min) 爬电距离/Creepage distances(min) 
保险丝前 L     N 3mm 3mm 
　　 初级    接地零部件 3mm 3mm 
　　 保险丝本体 3mm 3mm 
　　 初级    次级 5mm 6mm 
IEC/EN60065 空间距离 /Clearances(min) 爬电距离/Creepage distances(min) 
（保险丝前）L—N 3mm 3mm 
     初级—接地零部件 3mm 3mm 
     保险丝本体 3mm 3mm 
     初级—次级 6mm 6mm 
IEC/EN60335 空间距离 /Clearances(min) 爬电距离/Creepage distances(min) 
（保险丝前）L—N 3mm 3mm 
     初级—接地零部件 3mm 3mm 
     保险丝本体 3mm 3mm 
     初级—次级（Transformer） 6mm 6mm 
初级—次级(Except Transformer) 6mm 6mm 
IEC/EN61558 空间距离 /Clearances(min) 爬电距离/Creepage distances(min) 
（保险丝前）L—N 3mm 3mm 
初级—接地零部件 3mm 3mm 
    保险丝本体 3mm 3mm 
初级—次级 5.5mm 6mm 
一、安全规格(系列标准) 
注：1、IEC/EN60065 适用于:家用电子类产品,例如:电视机,录音机,收音机,VCD,DVD,电子琴,复读机...... 
    2、IEC/EN61558 适用于：安全变压器及安全隔离变压器，例如：空调内置变压器，按摩椅上的变压器，鱼罐内的变压器等,其实,所有产品均可用此标准，但是，由于此标准要求很严，一般情况下,我们的 
      产品不申请此产品。除非其他标准类没含盖的产品或客人特殊要求。 
    3、IEC/EN60335适应于：家用电器类产品，例如：电池充电器，灯具，微波炉等。 
电气间隙：两相邻导体或一个导体与相邻带电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 
爬电距离：两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。

二、电磁干扰 
1、 初级与次级之地线尽量铺满，以减少回路形成的面积。 
2、 流经高频交流电之插件零件放置方式，以回路小者为决定站立或躺卧。 
3、 先区分线路中的交、直流电及信号部分之电流大小，以利Layout时决定路径的长短或粗细。 
4、 大电流部分的路径需短且宽；小信号部分的路径则可细；检测点应靠近零件两端，以减小寄生阻抗所产生的影响。 
5、 变压器最好远离输入及输出端，以减少辐射干扰。 
6、 若零件有运用到散热片，则散热片应接地，以屏蔽杂讯，减少辐射干扰。 
7、 输出电流最好先流经滤波电容再行输出。 
8、 产品骚扰的抑制方案 
接地1.1 设备的信号接地 
目的：为设备中的任何信号提供一个公共的参考电位。 
方式：设备的信号接地系统可以是一块金属板。 
1.2 基本的信号接地方式 
有三种基本的信号接地方式：浮地、单点接地、多点接地。 
1.2.1 浮地    目的：使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来，浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。    缺点：容易出现静电积累引起强烈的静电放电。折衷方案：接入泄放电阻。 
1.2.2 单点接地    方式：线路中只有一个物理点被定义为接地参考点，凡需要接地均接于此。    缺点：不适宜用于高频场合。 
1.2.3 多点接地    方式：凡需要接地的点都直接连到距它最近的接地平面上，以便使接地线长度为最短。    缺点：维护较麻烦。 
1.2.4 混合接地    按需要选用单点及多点接地。 
1.3 信号接地线的处理（搭接） 
搭接是在两个金属点之间建立低阻抗的通路。 
分直接搭接、间接搭接方式。 
无论哪一种搭接方式，最重要的是强调搭接良好。 
1.4 设备的接地（接大地） 
设备与大地连在一起，以大地为参考点，目的： 
1） 实现设备的安全接地 
2） 泄放机壳上所积累的电荷，避免设备内部放电。 
3） 接高设备工作的稳定性，避免设备对大地的电位在外界电磁环境作用下发生的变化。

2.1.2 电场屏蔽设计重点： 
1） 屏蔽板程控受保护物；屏蔽板接地必须良好。 
2） 注意屏蔽板的形状。 
4） 屏蔽板以良好导体为好，厚度无要求，强度要足够。 
三、走线要求 
1、 印制板距板边距离：V-CUT边大于0.75mm，铣槽边大于0.3mm。 
为了保证PCB加工时不出现露铜的缺陷，要求所有的走线及铜箔距离板边：V—CUT边大于0.75mm，铣槽边大于0.3mm（铜箔离板边的距离还应满足安装要求）。 
2、 散热器正面下方无走线（或已作绝缘处理） 
为了保证电气绝缘性，散热器下方周围应无走线（考虑到散热器安装的偏位及安规距离），若需要在散热器下布线，则应采取绝缘措施使散热器与走线绝缘，或确认走线与散热器是同等电位。 
3、要增加孤立焊盘和走线连接部分的宽度（泪滴焊盘），特别是对于单面板的焊盘，以避免过波峰焊接时将焊盘拉脱。 
四、热源分布 
1、在布局前先了解零件的功耗，再依照其瓦特数大小将零件平均分布在PCB上。 
2、高热器件应考虑放于出风口或利于对流的位置，较高的元件应考虑放于出风口，且不阻挡风路 
3、零件应加散热片时，应尽量将零件放置于散热片的正中央，散热器的放置应考虑利于对流 
4、易发热的零件可以用铺铜的方式来散热，以减少外加散热片的成本。 
5、温度敏感器械件应考虑远离热源 
6、密封式PCB可以挖洞让空气上下对流。 
7、会产生高温的零件可考虑架高安装，以减少热量滞流在PCB板与零件间。 
五、自动插件、人工插件、表面贴着技术，在线测试及孔径 
自动插件 
1、零件方向以水平或垂直为主； 
2、两零件本体距离需1.0mm以上； 
3、两个焊点间距离需0.5mm以上； 
4、电阻型式包装的零件以卧式方法放置为佳；

人工插件 
1、零件不可太密，以减小人工插件之困难； 
2、同区域同性质零件，其极性方向要求一致。 
表面贴着技术 
1、SMD零件间距离最少1.0mm； 
2、SMD零件摆设时需考虑过锡炉的方向，以防止阴影效应； 
3、SMD零件两端焊点铺铜应平均分布，以防止墓碑效应。 
在线测试 
一条NET中若无插件零件，则需加上测试点。 
孔径 
1、孔径大小为零件实体之脚直径再加0.2mm，若为双面板PCB则必须再增加贯孔的镀锡厚度； 
2、焊盘大小通常为孔径大小的1.0~1.3倍； 
3、孔边与孔边的距离依PCB板厚而定，板厚1.6mm，则距离最少1.6mm；板厚1.0mm，则距离最少1.0mm； 
4、接地点及后焊零件之焊点，为防止过锡炉时沾锡过多而造成工作人员的不便，可将焊点做成梅花状。 
5、0805以下之SMD内最好不要有铜箔走线，若非要走线则需符合焊盘与铜皮间距离最小0.3mm之规则。 
6、Chip 型之R、C、D及TR摆设方向与过锡炉方向需成垂直，IC则为平行； 
7、Dip型之TR 摆设方向与过锡沪方向需成垂直，IC则为平行。 
8、尽量少用过孔，一旦选用了过孔，务必处理好它与周边各实体的间隙，特别是容易被忽视的中间各层与过孔不相连的线与过孔的间隙。需要的载流量越大，所需的过孔尺寸越大，如电源层和地层与其它层联接所用的过孔就要大一些。

六、区域同极性化及防呆设计 
1、同性质的零件于同一区域内其方向尽量一致；（比如：电解电容） 
2、零件极性的文字标示方法，以插件后仍能清楚判别其极性为佳； 
3、在变压器脚上去除一只未使用的空脚位，使其无法反插，达至防呆的效果； 
4、Connecter零件的文字外型标示清楚。 
七、零件的机械应力 
1、零件的大小及重量需与焊点大小成正比，零件越大其焊盘则越大。有的元件可增加脚位使其固定（比如像变压器及散热片等）。 
2、零件较重的元件应尽可能靠近PCB固定点； 
3、散热片必须用锁螺丝或焊锡方式固定； 
4、零件外型丝印与其实际封装大小必须一致，以确保零件与零件之间的放置无干涉； 
5、拼板方式需考虑零件分布及重量，以免造成过锡炉时因重量过重而导致PC板下陷； 
6、设计工程师提供零件高度尺寸，及CASE机构图或可用空间图； 
7、需预留超声波封壳后的零件高度误差值。 
8、无铅制程锡炉温度较高，考量PCB变形，辅助边预留5mm. 
9、考虑10N推力，靠近变压器磁芯的两侧器件应满足加强绝缘的要求 
10、考虑10N推力，靠近悬浮金属导体的器件应满足加强绝缘的要求 
11、若PCB上有大面积开孔的地方，在设计时要先将孔补全，以避免焊接时造成漫锡和板变形，补全部分和原有的PCB部分要以单边几点连接，在波峰焊后将之去掉 
12、SMD电容易碎,尽量远离板边,以免折断；SMD电容焊点与大焊点尽量远离,考虑锡炉表面张力，SMD电容易裂；SMD二极管尽量使用插件封装，以免锡炉过后断裂；

八、铺铜重点 
1、铜箔距离PCB板边要足够0.5mm以上（1.0mm为佳）； 
2、铜箔间的距离需0.5mm以上； 
3、铜箔最细处宽度不可小于0.4mm； 
4、铺铜时以包满并超过整个焊点为佳，并预留防焊处； 
5、流经大电流的铜箔路径要短且粗（1A/mm），若无法宽粗则需露铜，让过细之铜箔能沾锡，目的是增加电流量。 
6、铺铜在转角时需以45度或圆弧角方式进行，避免使用直角或锐角，以防止噪声； 
7、防焊点要比实际焊盘大约0.1mm； 
8、输出电容要增加容抗，可将电容两脚之间的铜铺近； 
9、如要增加感抗，则把线路拉长； 
10、突波可以铺铜方式产生，Lay成钜齿状即可。 
11、无铅制程的PCB LAYOUT应考量，适当加大PAD点的间距。 
12、若焊盘间太近容易造成过锡炉时短路，可在焊盘间加上防焊线； 
13、设计时要考虑元件排布（特别是SMD元件）来确定PCB的锡炉流向，针对后过锡炉的SOP IC脚位需作拖锡处理，克服阴影效应，使其上锡良好； 
14、元件排布针对立式元件需考虑与板边空间保持≥1.0mm的间距(以防超出板边) 
15、对大元件脚位：如变压器、插座等焊点设计成拖锡状，形成汨滴焊点，考虑其上锡强度。 
16、布线除考虑电流流向外，还需按设计要求考虑产品的最大功率与最大电流来决定走线的宽度，以免不必要的裸铜，造成成本浪费。 
17、PCB设计完成后，除检查电气连接外，需重点注意元件实际封装、脚位及孔径大小； 
18、设计第二次改板过程，需对整体布局按实际装配自行评估做到优化调整；

九、文字面，商标，版次 
1、文字面不可盖到焊盘，以免造成焊锡困难； 
2、PCB上要清楚标明：板号、板次、FUSE值及安规要求的标识；PCB板五项安规标识（UL认证标志、生产厂家、厂家型号、UL认证文件号、阻燃等级）齐全。 
3、FUSE旁边须有：熔断性（例：fast、slow、time lag）；防爆特性（例：Low-breaking、High-breaking）标示范例为：T2.5A/L250V or F3.15A/H250V 
4、接地保护端子旁边应有      or        标识； 
5、PCB尺寸、板厚已在PCB文件中标明、确定，尺寸标注应考虑厂家的加工公差。 
板厚（±10%公差）规格：0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm、 
PCB版本变更管理 
1、 PCB在开模前手板以PCB编号存档，改版以REV.1 REV.2…进行版本控制； 
2、 开模以PCB手板修改到最高版本开模，开模后以开改模资料（公司料号）存档，经改模后，版本往后延伸，以改模资料存档，未开模有做货，以手板订单存档； 
3、 PCB改模认可后，均需出变更，（料号无变化，文件处理科需将料号规格说明栏版本按PCB版本升级）。
